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AVANT-PROPOS

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La“CEIl a pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans’ les don|
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des"Normes Intern
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales-et’non gouverneme

avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore_étroitement avec I'Or
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisati

bcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technigles, représentent, dans
5sible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné gque les Comités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

pbcuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils so
e normes, rapports technigques ou guides et agréés commye/tels par les Comités nationaux.

e but d'encourager I'unification internationale, les Comites nationaux de la CEl s'engagent a ap
transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leu
ales et régionales. Toute divergence entre la, nofme de la CEl et la norme nationale ou
pondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

I n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa resg
as engagée quand un matériel est déclaré‘eonforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale ped
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre te
sable de ne pas avoir identifié, de {€ls droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

ne internationale CE| 60191-3 a été établie par le sous-comité 47D: Norm
ue des dispositifSya semiconducteurs, du comité d’études 47 de la CEI: Disp
ducteurs.

uxiéme gdition annule et remplace la premiére édition parue en 1974, la modif
I'amendement 2 (1995) ainsi que la CEl 60191-3A (1976), la CEIl 60191-3B (1
91-3C\(1987), la CEl 60191-3D (1988), la CEI 60191-3E (1990) et la CEI 6
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47D/299/FDIS 47D/322/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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FOREWORD

C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization d
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the 4EC is tg
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
hd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prep
ted to technical committees; any IEC National Committee interested in the. subject dealt
pate in this preparatory work. International, governmental and non-govefpmental organizatiof
e IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with“the International Or
andardization (ISO) in accordance with conditions determined/by-/agreement between
zations.

brmal decisions or agreements of the IEC on technical matters "express, as nearly as po
htional consensus of opinion on the relevant subjects since eaeh technical committee has repr
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of recommendations foriinternational use and are published i
hdards, technical reports or guides and they are accepted'by the National Committees in that se

er to promote international unification, IEC Natiopal' Committees undertake to apply IEC Inf
hrds transparently to the maximum extent possible in their national and regional stand
ence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall

ed in the latter.

FC provides no marking procedure to indieate its approval and cannot be rendered responsib
nent declared to be in conformity withcone of its standards.

on is drawn to the possibility that.some of the elements of this International Standard may be t
bnt rights. The IEC shall not be'held responsible for identifying any or all such patent rights.

onal Standard IE€.60191-3 has been prepared by subcommittee 47D: Me
lization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semic(

cond edition cancels and replaces the first edition published in 1974, amen
amendment 2 (1995), IEC 60191-3A (1976), IEC 60191-3B (1978), IEC 6
EC(60191-3D (1988), IEC 60191-3E (1990) and IEC 60191-3F (1994).

lomprising
promote
fields. To
aration is
with may
s liaising
janization
the two

sible, an
bsentation

the form
se.

prnational
rds. Any
pe clearly

e for any

e subject

Chanical
nductor

iment 1
D191-3C

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47D/299/FDIS 47D/322/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 3.
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Les annexes A, C, D, E, F, G, H et K font partie intégrante de cette norme.
L'annexe B est donnée uniquement 4 titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée; ou

e ameJdeE.
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Annexes A, C, D, E, F, G, H and K form an integral part of this standard.
Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;
¢ withdrawn;

¢ replaced by a revised edition; or

e ameyded:
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 3: Régles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des circuits intégrés

1 Geénéralités

1.1 D¢maine d'application

La présente partie de la CEI 60191 donne des indications pour la préparation des-des
encombrements de circuits intégrés.

1.2 Reférences normatives

5ins des

Les doduments normatifs suivants contiennent des dispositions qui,,;par suite de la rg¢férence

qui y edt faite, constituent des dispositions valables pour la présénte partie de la CE

60191.

Pour leq références datées, les amendements ultérieurs ou les*tévisions de ces publicgtions ne

s'appliguent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords-fondés sur la présente f
la CEIl §0191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la dernierg
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEIl et de I'lSO pg
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60191-1:1966, Normalisation mécanique, des dispositifs & semiconducteurs — H
Préparaftion des dessins des dispositifs a sefmiconducteurs

CEIl 60191-2:1995, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — H
Dimensjons

CEIl 60191-4:1999, Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — H
System¢ de codificationset classification en formes des boitiers pour dispg
semicorducteurs

ISO 1141-1, O Spéecification géométrique des produits — Tolérancement géomé
Généraljtés, définitions, symboles, indications sur les dessins 1)

ISO 26921988, Dessins techniques — Tolérancement géométrique — Principe du maxi

artie de
écentes
b édition
ssedent

artie 1:

artie 2:

artie 4:
sitifs a

rique —

mum de

matiere

2 Terminologie et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60191, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1

dessin d'encombrement de boftier

dessin qui spécifie les caractéristiques dimensionnelles d'un boitier et les autres par
étroitement associés qui sont requis pour l'interchangeabilité mécanique.

1 A publier.

ametres
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 3. General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

1 General

1.1 Sg¢ope

This paft of IEC 60191 gives guidance on the preparation of drawings of integratefl circuit
outlines

1.2 Normative references

The follpwing normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitufe provisions of this part of IEC 60191. For dated refereneés, subsequent amenpdments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agrgements
based dn this part of IEC 60191 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most regent editions of the normative documents indicated,below. For undated references, the
latest edlition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO naintain
register$ of currently valid International Standards.

IEC 601/91-1:1966, Mechanical standardization-of*semiconductor devices — Part 1: Preparation
of drawings of semiconductor devices

IEC 60191-2:1995, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 2: Dimgnsions

IEC 60191-4:1999, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 4:| Coding
system pnd classification into farms of package outlines for semiconductor devices

ISO 1141-1, O Geometrieak® Product Specification (GPS) - Geometrical tolerafgcing -
Generallties, definitions; symbols, indications on drawings 1)

ISO 2692:1988, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Maximum material pringciple

2 Terminelogy and definitions

For the purpose of this part of IEC 60191, the following definitions apply.

2.1

package outline drawing

the drawing of a package which specifies the dimensional characteristics and other closely
associated features which are required for mechanical interchangeability.

1) To be published.
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2.2

plan de siége

plan qui désigne le plan de contact du boftier, incluant toute butée, avec la surface sur laquelle
il sera monté.

NOTE - Ce plan est souvent utilisé comme plan de référence.

2.3

plan de base

plan parallele au plan de siége et passant par le point le plus bas du boftier, a I'exclusion des
butées.

2.4
plan de|calibrage
plan pefpendiculaire aux sorties, dans lequel la position de sorties est controlée.

NOTE - Qans certains boitiers, deux des plans mentionnés ci-dessus, ou tous ces plans, peuvent coincidé

=

2.5
positiofn de sortie
un des|emplacements de la série d'emplacements équidistants(sur un cercle ou [sur une
rangée,|qui est susceptible d'étre occupé ou non par une sortie.

2.6
index v|suel
configunation de référence (par exemple marque, chanfrein, encoche, ergot, creux, ¢tc.) qui
identifie[la premiére position de sortie.

2.7
aire d'index
aire dans laquelle I'index visuel est situé gn-partie ou en totalité.

2.8
index njécanique
configurnation (par exemple ergot, encoche, méplat, rainure, etc.) qui permet l'orientation en
cas de manipulation automatique.

Lorsqud c'est possibleA'index mécanique coincidera avec l'index visuel.

2.9
ligne d'pxe didndex ou ligne de repére
ligne d'Axe (dune configuration d'index (par exemple ergot) qui sert a orienter l'index par
rapport pJa premiére position de sortie.

2.10

coin de référence de grille

premiere position de sortie (vue depuis l'extrémité libre des sorties) dans un systéme
alphanumérique de grille.

2.11
rangée de sorties
série d'emplacements de sortie, équidistants, situés sur une ligne droite.

2.12
cercle de sorties
série d'emplacements de sortie, équidistants, situés sur un cercle.
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2.2

seating plane

a plane which designates the plane of contact of the package, including any stand-off, with the
surface on which it will be mounted.

NOTE - This plane is often used as the reference plane.

2.3

base plane

a plane drawn parallel to the seating plane through the lowest point of the package, excluding
any stand-off.

2.4

gaugintlj plane
a plane jperpendicular to the terminals, at which the position of the terminals is coqtrollgd.

NOTE - Ih some packages, two or more of the above-mentioned planes may coincide.

2.5
termingl position
one of 4 series or equally spaced locations on a circle or on a row, )which may or may not be
occupiefl by a terminal.

2.6
visual iphdex
a refergnce feature (e.g. mark, chamfer, notch, tab, .depression, etc.) which identifies|the first
terminal position.

2.7
index afea
the ared in which a portion or all of the vistial index should lie.

2.8
mecharfical index
a featufe (e.g. tab, notch, flat/ groove, etc.) which provides orientation during alitomatic
handling.

Where possible, the mechanical index should coincide with the visual index.

2.9
index centre lipeyor datum line
a centrq line through a visual index feature (e.g. tab) which is used to orientate the inflex with
the firstftepminal position.

2.10

grid reference corner

the first terminal position (viewed from the free end of the terminals) in an alphanumeric grid
system.

2.11
terminal row
a series of equally spaced terminal positions which are located on a straight line.

2.12
terminal circle
a series of equally spaced terminal positions which are located on a circle.
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2.13

zone de calibrage

zone de contrdle dans laquelle les tolérances de position des axes des sorties ou les plans de
symétrie des sorties sont spécifiés.

2.14

barre d'arrét

barriere métallique entre connexions adjacentes pour réduire le flux de matériau composé du
moule entre, et le long des connexions.

2.15
bavure$ dues ala découpe de la barre d'arrét
exces dp métal extérieur a la dimension hors tout de la plus grande largeur d'une sorti€.

La largqur de la bavure est la distance, mesurée perpendiculairement au bord théorigue de la
sortie, g¢ntre ce bord et le pus grand dépassement du métal. La longueur ‘de’la bayure est
la plus grande dimension de I'excés de métal, mesurée parallélement au bord théorigue de la
sortie (Moir figure 1a).

2.16
indentation due a la découpe de la barre d'arrét
absencg de métal produisant une discontinuité dans le profil théorique de la plus| grande
largeur f'une sortie.

La profgndeur d'indentation est la distance, mesurée pérpéndiculairement au bord théofique de
la sortig, entre ce bord et la plus grande absence demétal. La longueur de l'indentatign est la
plus grgnde dimension de 'absence de métal, mesurée parallelement au bord théorigle de la
sortie (Moir figure 1b).

Largeur de la sortie Largeur de la sortig

-~ -~

T o
Lonfueur de Longueur de

la baivure I'indentation

A I yr A

Profondeur de

Profondeur de . I'indentation I

la bavure

IEC 739/98 IEC 740/98

Figure 1a — Bavure Figure 1b — Indentation

Figure 1 — Bavure et indentation
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2.13

gauging zone

a control zone within which positional tolerances for the terminal axes or the planes of terminal
symmetry are specified.

2.14

dambar

metal barrier extending between adjacent leads to restrict the flow of mold compound material
between and along leads.

2.15
dambar]protrusion
the predence of excess metal extending outward from the edge of a lead shoulder.

The width of the protrusion is the perpendicular distance from the defined lead “edgge to the
outermgst portion of the excess metal. The length of the protrusion is the largest dimgnsion of
the excegss metal parallel to the defined lead edge (see figure 1a).

2.16
dambarintrusion
the abse¢nce of metal causing a discontinuity along the intended grofile of a lead should

11%

r.

The depth of the intrusion is the perpendicular distance from the defined lead shoulder|edge to
the inngrmost edge of the region of absent metal. The léngth of the intrusion is thg largest
dimensipn of the region of absent metal parallel to the defined lead edge (see figure 1b).

Lead shoulder Lead shodlder
’4—*—‘»‘ et

y

Damba _Damb_ar

protrusfon intrusion

length length
A

Dambar Dambar
protrusion > o intrusion ———®=
width depth
IEC 739/98 IEC 740/98
Figure 1a — Protrusion Figure 1b — Intrusion

Figure 1 — Dambar protrusion and intrusion
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2.17

dépo6t de moule

matériau composé opaque, venant du moule, attaché au dispositif terminé et s'étendant sur,
entre, et/ou autour des connexions adjacentes et des bords de I'enveloppe.

2.18

dépbt entre connexions

matériau composé opaque attaché a une surface entre des connexions adjacentes et restant
apres les opérations de découpe de la barre d'arrét.

2.19

protrusfon
exces fle plastique ou de métal subsistant aprés le moulage et les opératlons de
découpg/formage/singularisation.

2.20
bavureg a l'orifice d'injection
exceés de matériau métallique subsistant a I'endroit de l'orifice d'injection’ydu moule, apiies avoir
découp¢ le boitier de son peigne.

3 Classification des boftiers

La clasgification en formes des boftiers pour dispositifs a'semiconducteurs de la CEI 63191-4 a
rempladé les descriptions des formes 1 a 5 ci-dessous.‘Les références aux formes 1 A 5 sont
donnée$ uniquement a titre d'information.

La clasgification est obtenue en répartissant les_dessins de I'annexe B comme suit.
3.1 Fofme 1 (axiale) — figures B.1, B.2, B:3, B.4, B.5 et B.6

3.2 Fofme 2 (axiale) — figures B.7,\B.7a, B.8 et B.9

3.3 Fofme 3 (axiale) — figures B.10, B.11 et B.12

3.4 Fofme 4 (périphérique) — figures B.13, B.14, B.15, B.16, B.16a, B.17 et B.18
3.5 Fofme 5 (spéciale)

Cette fgrmes-pour laquelle il n'est pas donné d'exemples dans I'annexe B, se rapporfe a des
dessins| constituant des combinaisons de boitiers a sorties axiales et de boitiers § sorties
périphétiques ou & des dessins qui, pour d'autres raisons, par exemple boitiers sans lbroches

ou fils de sorties, ne peuvent étre classés dans les catégories axiale ou périphérique.

4 |dentification des sorties — Numérotation des sorties

Dans la mesure du possible, les sorties des dispositifs seront désignées selon les régles
suivantes.

4.1 Dispositifs avec sorties disposées en arrangement linéaire
(voir figure B.2)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie la plus
proche de l'index visuel sera désignée par le numéro 1, les autres sorties seront numérotées
dans l'ordre a partir de la sortie n° 1.
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2.17

mold flash
opaque mold compound material attached to the finished part and extending onto, between,
and/or around adjacent leads and package edges.

2.18

interlead (window) flash
opaque mold compound material attached to an area between adjacent leads remaining after

dambar

2.19

trim operations.

protrus
plastic
operatid

2.20
gate bu
excess
gate arg

3 Crd

The clas
superse)
given fo

Cross-r§
3.1 Fo
3.2 Fo
3.3 Fo
3.4 Fo

3.5 Fo

on
or metal excess material remaining from the molding and trim/forni/sin
ns.

rrs
metal material remaining after singulating the package from jits.Jeadframe at ¢
a.

ss-referencing of packages

sification into forms of package outlines for semieonductor devices in IEC 6014
ded the form descriptions of forms 1 - 5 below.“The cross-referencing to formg
I information purposes only.

pferencing is achieved by using the drawings in annex B as follows.

'm 1 (axial) — figures B.1, B.2, B.3,"B.4, B.5 and B.6

'm 2 (axial) — figures B.7, Bxrta, B.8 and B.9

Fm 3 (axial) — figures B.10, B.11 and B.12

'm 4 (peripheral)\=/ffigures B.13, B.14, B.15, B.16, B.16a, B.17 and B.18

Fm 5 (speeial)

This folm, fer.which there are no examples given in annex B, refers to figures w
combin}tions of axial and peripheral or which, for other reasons, e.g. leadless packa
not fit inLthe  axial or peripheral categories

gulation

he mold

1-4 has
1-5is

hich are
ges, do

4 Ter

minal identification — Numbering of terminals

Where possible, device terminals should be identified according to the following rules.

4.1 Devices with terminals disposed in linear array (see figure B.2)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal nearest the
ndex should be numbered as No. 1, the other terminals should be numbered
progressively from terminal No. 1.

visual i
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4.2 Dispositifs avec sorties disposées en un seul arrangement circulaire
(voir figures B.10 et B.11)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie dont le
centre est au-dela de la ligne de repére de l'index visuel sera désignée par le numéro 1, les
autres sorties seront numérotées dans l'ordre et dans le sens horaire a partir de la sortie n°® 1.

Si l'absence d'une sortie dans un arrangement de sorties par ailleurs également espacées
identifie la ligne de repére, la position de la sortie omise ne sera pas numérotée; par contre,
dans un arrangement circulaire modulaire déterminé, toute position de sortie omise qui ne
définit pas une ligne de repére devra étre numérotée.

4.3 Dispositifs avec sorties disposées en plusieurs arrangements circulaires
(vpir figure B.12)

Les regles données en 4.2 seront appliquées comme suit: les sorties situées sur I cercle
d'implantation du plus grand diamétre seront désignées Al, A2, A3, etc.; les\sorties sitliées sur
les autrg¢s cercles d'implantation de diamétre décroissant seront désignées-dans l'ordrel B1, B2,
B3, etc.| C1, C2, C3, etc.

4.4 Dispositifs avec sorties disposées sur une périphérie carrée ou rectangulaire
(vpir figures B.1, B.3, B.4, B.6, B.7, B.7a, B.8, B.9, B.13,B.14, B.25, B.16, B.16a,|B.17 et
BJ18)

Il convignt de prévoir une identification visuelle de la face/supérieure du dispositif. U@l moyen
d'identifjcation de la position de la sortie n° 1 sera ‘également prévu. Ces deux [moyens
d'identifjcation peuvent étre combinés.

Quand le marquage de la sortie n° 1 est presctit sur la face inférieure du boitier, la copvention
suivantg est appliquée (voir figures H.1 et H;2).

Les positions des sorties seront numérotées dans l'ordre de succession dans |e sens
antihor]ire autour de la périphérie du dispositif en regardant sa face supérieure. La position de
i

sortie nf 1 devra étre la premiére(position en partant du moyen d'identification dans|le sens
antihorgire.

Chaque| sortie doit étre jdentifiée par le numéro de sa position. Il peut arriver que cgertaines
positions numérotées ne—’soient pas occupées par une sortie, mais les sorties eXistantes
doivent avoir le numérode la position qu'elles occupent.

Lorsqu'yine sortie Joccupe plus d'une position de sortie, elle sera identifiée par les numéros de
la premijére etide la derniére position de sortie occupées, ces deux numéros étant sépprés par
un tiret.

(Pour un exemple théorique, voir la figure 2.)

Lorsque le dispositif présente plus de deux rangées de sorties dans une direction, du fait que
les sorties émergeant dans un plan ont été pliées dans plus de deux plans, les sorties seront
numérotées dans l'ordre de succession, en correspondance avec la position de leur point
d'émergence du corps du dispositif.

(Pour un exemple théorique, voir la figure 3.)
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4.2 Devices with terminals disposed on a single circular array (see figures B.10 and B.11)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal, the centre of
which is past the datum line of the visual index should be numbered as No. 1, the other
terminals should be numbered progressively in a clockwise sequence from terminal No. 1.

Where omission of one terminal in an otherwise equally spaced array identifies the datum line,
the position of the omitted terminal should not be numbered; but in a fixed modular circuit
array, any location of omitted terminal which does not define a datum line shall be numbered.

4.3 Devices with terminals disposed on multiple circular arrays (see figure B.12)

The rulgs given in 4.2 will be applied as follows: the terminals located on the pitch circle of the
largest fliameter should be numbered Al, A2, A3, etc., the terminals located on th&ether pitch
circles ¢f decreasing diameter should be numbered progressively B1, B2, B3, ete.;-C1,|C2, C3,
etc.

4.4 Devices with terminals disposed on a square or rectangular periphery
(see figures B.1, B.3, B.4, B.6, B.7, B.7a, B.8, B.9, B.13, B.14, B;25, B.16, B.16a,|B.17
and B.18)

Visual iglentification of the top of the device should be provided. The means of identifigation of
terminal position No. 1 should also be provided. These identifications may be combined,.

When terminal No. 1 marking is required on the bottom” side of the package, the fpllowing
conventjon is used (see figures H.1 and H.2).

The terminal positions should be numbered progressively in an anti-clockwise direction around
the periphery of the device as viewed from the top. The terminal position No. 1 shall be|the first
position|anti-clockwise from the means of.identification.

Each tefminal shall be identified by the“number of its position. Terminals may not negessarily
be present in all the numbered positions, but those present shall have the numbef of the
position

When al|terminal occupiesmore than one terminal position, this terminal should be identified by
the number of the first_and last occupied terminal positions, these two numberns being
separate¢d by a dash.

(For a theoretical*example, see figure 2.)

When the/device presents more than two rows of terminals in one direction, becguse the
folding pfithe terminals emerging in one plane has been made in more than two pleﬂms, the
terminals should be numbered progressively in correspondence with the position of their point
of emergence from the body of the device.

(For a theoretical example, see figure 3.)
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jure 2 — Exemple théorique montrant comment numéroter les sorties d'un dispos
bC sorties disposées sur une périphérie rectangulaire ef_avec certaines d'entre el
occupant plus d'une position de sortie
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Figure 3 — Exemple montrant comment numéroter les sorties d'un boitier «QUIL»
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Figure 2 — Theoretical example showing how to number-the terminals of a device
with terminals disposed on a rectangular periphery and with some of them
occupying more than one terminal position
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Figure 3 — Example showing how to number the terminals of a "QUIL" package
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4.5 Dispositifs avec sorties disposées sur trois rangées ou plus dans chaque direction
orthogonale (voir figure B.5)

1) Il convient que les positions des sorties soient sur un systéme de grille orthogonal de pas

iden

tique respectivement dans les deux directions.

2) Les positions des sorties doivent étre numérotées, que la sortie soit présente ou non.

3) Le dispositif étant observé depuis I'extrémité libre des sorties et en partant de l'aire d'index

disp

osée a gauche et en bas:

a) la premiére rangée verticale est numérotée 1, les autres rangées verticales sont
numeérotées dans I'ordre numérique a partir de 1;

b) |

(La figure C.1 illustre un exemple d'utilisation de ce systeme).

4) Lorsqu'il peut y avoir plus de 20 rangées de sorties, la rangée aprés la rangée Y

doit

(La
long
dire

Fecevoir un préfixe alphabétique AA, la 228 AB, etc.

tudinaux du boftier, avec un pas égal a «e» dans une.direction et & 2e dan
tion, et avec une distance entre les deux rangées interpes de sorties égale a 2

5 Dimensions et symboles littéraux de référence

5.1
hauteur
distancy

5.2
hauteur
distancy

5.3
hauteur
distancg

5.4
diamet
diametr

a partir du siége ou hauteur du dispoesitif monté (A)
séparant le plan du siége du point le'plus haut du boitier.

d'espacement (A;)
séparant le plan de sieége du plan de base.

du boitier (A,)
séparant le plan de base du point le plus haut du boftier.

e du eercle d'implantation des sorties (Oa, Oa,, Oag, etc.)
b du\cercle sur lequel les positions de sortie sont situées. [Ja sera utilisé pou

grand d

h premiére rangée horizontale est référencée A, les autres rangées horizontalles sont
reférencées dans l'ordre alphabétique a partir de A (sans utiliser les lettres,~O,
qt Z).

Q, S5, X

(la 21°)

figure C.2 illustre un exemple de dispositif ayant deux,fangées proches dgs bords

5 l'autre
De.)

le plus

ametre de cercle d'implantation, lorsqu'il existe plus d'un cercle d'implantation.

5.5
grande

dimension d'une butée (B)

plus grande dimension de la section de la butée.

5.6
petite d
plus pet

5.7
diametr

imension d'une butée (B,)
ite dimension de la section de la butée.

e d'une butée (OB)

diameétre de la section de la butée.
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4.5 Devices with terminals disposed in three or more rows in each orthogonal

di

rection (see figure B.5)

1) The terminal position should be on an orthogonal network of equal pitch respectively in both
directions.

2) Terminal positions shall be numbered whether or not a terminal is present.

3) With the device viewed from the free end of the terminals and from the index area in the
lower left:

a) the first vertical row is numbered 1, the other vertical rows are numbered progressively
from 1;

b) t

ro-first-horizontalrowistettered-Atheotherhorizontalrowsare-letiered-n-alph

abetical

q
(Fig
4) Whe
alph
(Fig
side
with

5 Dinpensions and reference letter symbols

5.1
seated
distancg

5.2

stand-off height (A,)

distancg

5.3
packag
distancd

5.4

termingl circle diameter (Ua, Oa,, Dag, etc.)

diamete]
largest

rder from A (without using I, O, Q, S, X and Z).
ire C.1 shows an example of this designation system.)

n more than 20 rows are possible, the rows after row Y (the 21st) Shall be ¢
abetical prefix, AA, the 22nd AB, etc.

ire C.2 shows an example of a device having two rows near to. the edges of
of the package and with a pitch equal to "e" in one direction@nd "2e" in the o
a distance equal to "20e" between the inner two rows.)

height (A)
from the seating plane to the highest point of the package.

between the seating plane and.-the base plane.

e height (A,)
from the base plang\to the highest point of the package.

r of the Circle upon which the terminal positions are located. Oa should be use
pitch_circle diameter when there is more than one pitch circle present.

5.5

iven an

the long
her and

| for the

stand-o
major di

5.6
stand-o

ff major dimension (B)
mension of the stand-off cross-section.

ff minor dimension (B)

minor dimension of the stand-off cross-section.

5.7
stand-o
diamete

ff diameter (OB)
r of the stand-off cross-section.
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5.8
largeur d'une sortie (b)
plus grande dimension de la section de la sortie.

5.9
autre(s) largeur(s) d'une sortie (b4, b,, b, etc.)

5.10
diametre(s) d'une sortie (Ob, Oby, Ob4, Ob,, Ob,, etc.)
diamétre du cercle-enveloppe circonscrit a la sortie.

NOTE - Ob, et Ob, se réferent généralement a des diametres contrélés avec précision sur une longueur spécifiée
de la sortjg (voiT filguTes B 10 et B I1):

5.11
épaissqur d'une sortie (c)
plus petjte dimension de la section de la sortie.

5.12
longuedir du boitier (D)
plus grande dimension du boftier, a I'exclusion des sorties, mesuree dans un plan parallele au
plan de [siege.

NOTE - |Lorsque des sorties existent dans deux directions opposg€es “seulement, on suppose qu'glles sont
disposéeg dans le sens de la largeur (E) (voir figure B.16a).

5.13
autres($) longueur(s) du boitier (D4, D,, etc.)
autre(s)|longueur(s) du boitier, généralement plus petite(s) que D.

5.14
diamétne du boftier (OD)
plus grand diameétre du boitier, a I'eXclusion des sorties, mesuré dans un plan parallélefau plan
de siegg.

5.15
autre(s) diametre(s) du(boitier (O0D,, OD,, etc.)
autre(s)|diametre(s) du.boftier, généralement plus petit(s) que OD.

5.16
espacenent(shlinéaire(s) des butées (d, d,, d,, d,, dg, etc.)
espacement(s) linéaire(s) entre les positions exactes des centres des butées.

5.17

largeur du boftier (E)

plus petite dimension du botftier, a I'exclusion des sorties, mesurée dans un plan paralléle au
plan de siége.

5.18
autre(s) largeur(s) bu boftier (E;, E,, etc.)
autre(s) largeur(s) du boftier, généralement plus petite(s) que E.

5.19
espacement linéaire des sorties (e, e, €,, €,, €g, etc.)
espacement linéaire entre les positions exactes des centres des sorties.
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al width (b)

major dimension of the cross-section of a terminal.

5.9

other terminal width(s) (b4, b,, bs, etc.)

5.10
termin

al diameter(s) (Ob, Obg, Ob4, Ob,, Ob,, etc.)

diameter of the circumscribed circle containing the terminal.

NOTE -

7
figures B.[LO and B.11).

5.11
termin

Fh and Ch ool vafar o diamatay CPV1ZN PN 2 e ! Ly caonteallad
o a5 STty T eTe o traer € <

o o asa P VPN
FS—WrHERat rfOSETy— ot a—oveEr—a—SP

gl thickness (c)

minor dimension of the cross-section of a terminal.

5.12

packagg length (D)

major

dimension of the package, excluding terminals, measured in a plane parallg

seating plane.

NOTE -

If terminals are presented for mounting in two opposite directions only, they are deemed to ext

width direfction (E) (see figure B.16a).

5.13

other package length(s) (D4, D, etc.)
other pgckage length(s), usually smaller than.D.

5.14

packagg diameter (O D)
major dlameter of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the

plane.

5.15

other package diameter(s) (O0D,, OD,, etc.)
other pgckage diameter(s), usually smaller than OD.

5.16
stand-

linear spacing(s) between true positions of stand-off centres.

5.17

lgngth (see

| to the

end in the

seating

C:F‘f spaging(s), linear (d, dq, d,, d,, dg, etc.)

package width (E)
minor dimension of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the
seating plane.

5.18

other package width(s) (E4, E,, etc.)
other package width(s), usually smaller than E.

5.19
termin

al spacing, linear (e, eq, e,, e,, €g, etc.)

linear spacing between true positions of terminal centres.


https://iecnorm.com/api/?name=3a182e6d9cb3cc3af46cf7f09f66a090

— 24 - 60191-3 © CEI:1999

5.20
hauteur de la zone du rebord (F)

dimensions hors tout de la zone du rebord, incluant tout congé de raccordement, mesurée a

partir du plan de base.

5.21
hauteur du rebord (F,)
dimension du rebord excluant tout congé de raccordement.

5.22
longueur de la zone du boitier (Gp)

longueuf d'une zone qui inclut Ta Tongueur effective du bottier, Tes irrégularités du bmlieer et la
partie npn contrélée de toutes sorties périphériques présentes dans le sens de la langugur.

5.23
largeur(de la zone du boitier (Gg)
largeur [d'une zone qui inclut la largeur effective du boitier, les irrégularités du bofit

partie npn contrélée de toutes sorties périphériques présentes dans le-sens de la largelr.

5.24
diametne de la zone du boftier (IG)

er et la

diameétrg¢ d'une zone qui inclut le diameétre effectif du boitier,~les irrégularités du boftjer et la

partie npn contrélée de toutes sorties périphériques présentes radialement.

5.25
longuedr hors tout (Hp)

plus grande dimension hors tout, incluant laylongueur du boftier, des sorties périphériques

présentgs dans le sens de la longueur.

5.26
largeur|hors tout (Hg)

plus grgande dimension hors tout(,incluant la largeur du boftier, des sorties périphériques

présentgs dans le sens de la largeur.

5.27
diametne hors tout (OH)
plus grand diamétre hors tout des sorties périphériques présentes radialement.

5.28
hauteurl ou profondeur d'index (h)
hauteur|oy profondeur de la configuration de I'index.

5.29
largeur d'index (j)
largeur de la configuration de I'index.

5.30
longueur d'index (k)
longueur de la configuration de l'index.

Sur les bofitiers cylindriques, la longueur de l'index (par exemple ergot) est mesurée a partir du

diamétre hors tout effectif 0D du dispositif.
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5.20

flange zone height (F)
overall dimension of the flange zone, including any fillet, measured from the base plane.

5.21

flange height (F,)
flange dimension excluding any fillet.

5.22
packag

e length zone (Gp)

Length of a zone which includes the actual package length, package irregularities and the

uncontr
directio

5.23
packag

xlled part of any peripheral terminals which are presented for mounting in th

e width zone (Gg)

length ¢f a zone which includes the actual package width, package nrregularities

uncontr
directio

5.24
packag

b diameter zone (OG)

diametgr of a zone which includes the actual package diameter, package irregularities

uncontr

5.25
overall
largest
present

5.26
overall
largest

blled part of any peripheral terminals which are presented for mounting radially.

ength (Hp)
overall dimension, including package length, of peripheral terminals wh
bd for mounting in the length direction.

width (Hg)
pverall dimension, including package width, of peripheral terminals which are p

for moupting in the width direction.

5.27
overall
largest

5.28

diameter (OH)
pverall diameter of peripheral terminals which are presented for mounting radial

index height-or depth (h)

b |ength

and the

blled part of any peripheral terminals which are presented fer_mounting in the width

and the

ich are

esented

height

5.29

r depth of index feature

index width (j)
width of index feature.

5.30

index length (k)
length of index feature.

On cylindrical packages, the index length (e.g. tab) is measured from the actual diameter OD

of the d

evice.
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longueur(s) d'une sortie (L, L)
longueur(s) de la sortie utilisable(s) pour le montage, mesurée(s) a partir du plan de siege.

60191-3 © CEI:1999

NOTE - L, se réfere généralement a la partie de la sortie le long de laquelle le diameétre (Ob,) est controlé avec

précision

5.32

(voir figure B.11).

longueur(s) de sortie (Lp, Lg)
zone(s) contrdlée(s) de sortie, utilisée(s) pour le montage, mesurée(s) a partir des extrémités
des sorties périphériques.

5.33

longuedir(s) d'une sortie (L4, L,, L, etc.)

longueu

NOTE - L
précision.

5.34

longuedir de montage (Mp)

distancg
des ran
d'un cal

5.35

largeur
distanc
des ran
d'un cal
NOTE 1 -

des sortig
ligne d'ax|

La figure

(s) de la sortie mesurée(s) a partir du plan de base.

, — L, se réféere généralement a la partie de la sortie le long de laquelle le diamétre (15, est con

mesurée parallélement au plan de siége, dans la directiefn/D, entre les faces ¢
pées extrémes des sorties, lorsque le dispositif est enfoncé en butée dans |
bre donné (voir notes 1 et 2 de 5.35).

de montage (Mg)

gées extrémes des sorties, lorsque lexdispositif est enfoncé en butée dans |
bre donné.

My (Mg) est mesurée entre deux plans pérpendiculaires au plan de siege, tangents aux faceg
s des rangées extrémes au point de plus‘grand écartement, au-dessus du plan de siege et pard
b transversale (longitudinale) du dispgsitif (ligne d'axe dans la direction E(D)).

" représente un exemple de trous-d'un calibre pour boitiers QUIL dans lequel le dispositif sera in

trolé avec

externes
s trous

mesurée parallélement au plan de siege,dans la direction E, entre les faces ¢xternes

PS trous

externes
lleles a la

troduit.

le] B [/ [
Il
' I ' Direction

transversale
{\f\ _ /_/ (direction E)

o) ] NNV [/ /

= [ XN o [/ {

L\ I J

s s v e
/L -

Direction longitudinale

(direction D) 353178

Figure 4 — Exemple de trous d'un calibre pour boitiers QUIL

NOTE 2 — My(Mg) max. est choisie égale a la somme de I'espacement des rangées des sorties et du diamétre des
trous de montage, la valeur ainsi obtenue étant arrondie au 1/10 supérieur.
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terminal length(s) (L, L)

length(s

) of terminal available for mounting, measured from the seating plane.

NOTE - L, usually refers to that part of the terminal over which the diameter (Ob,) is closely controlled (see

figure B.1
5.32

1).

terminal length(s) (Lp, Lg)
controlled terminal zone(s) for mounting, measured from ends of peripheral terminals.

5.33
termina

| length(s) (L,. L,, Lo, etc.)

termina
NOTE - L

5.34

mounte
distancé
the outg
notes 1

5.35

mounte
distancg
the oute
NOTE 1 -

the outer
to the tra

Figure 4 {

length(s) measured from the base plane.

, — L, usually refers to that part of the terminal over which the terminal diameter Ob, is closely g

d length (Mp)

measured parallel to the seating plane, in the D direction, between the outer
r rows of terminals, when the device is fully seated in the holé€s of a given gat
and 2 of 5.35).

d width (Mg)
measured parallel to the seating plane, in the /& \direction, between the outer
r rows of terminals, when the device is fully seated in the holes of a given gaug
My (Mp) is measured between two planes, perpendicular to the seating plane, which are in co

faces of the terminals in the outer rows at their widest point above the seating plane, when views
sversal (longitudinal) centre line (centre line insthe' E(D) direction) of the device.

hows an example of holes in a gauge for QUIl*packages, in which the device will be seated.

ontrolled.

faces of
ge (see

faces of

a)

ntact with
d parallel

| — 7
[e} K ) // |
D 7
L ( Tranaverae
AV4ARNEE /_/ (E direction)
o e T
AN/
lel[[e] [[e] 7/

Longitudinal direction

(D direction) 353178

Figure 4 — Example of holes in a gauge for QUIL packages

NOTE 2 — Mp(Mg) max. is chosen to be equal to the sum of the terminal rows spacing and the mounting hole

diameter,

rounded up to the first decimal value.
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5.36

nombre de positions de sortie (n)

nombre total de positions de sortie potentielles en conformité avec le systeme spécifié de
désignation des positions de sortie. Le nombre effectif des sorties présentes peut étre inférieur
a(n).

5.37
nombre autorisé de sorties manquantes (n;)
nombre maximal de positions de sorties qui peuvent étre inoccupées.

5.38
diametne du trou de montage d'un bofitier (Lp)
diameétrg d'un trou percé dans le boftier et destiné au montage.

5.39
hauteurl d'émergence des sorties (Q)
distancg entre le plan de sieége et la face inférieure des sorties a leur lpoint d'émergence du
boitier.

5.40
distance au sommet d'émergence des sorties (Qq)
distancg entre la face supérieure du boitier et la face supérieure des sorties a leur point
d'émergence du bottier.

5.41
autres dlimensions d'émergence des sorties (Qy, Qj, etc.)
dimensipns d'autres configurations de sorties.

5.42
dépassgment(s) du boitier (Z, Z4, Z,,&tcC.)
distancg entre la position exacte de Ya ligne d'axe de la position des sorties termiphales et
I'extrémité du boftier.

Dans lef cas ou les sorties s'étehdent au-dela du boitier, les dimensions Z, Z; doivent étre
spécifiéps comme égales a zéro. On ne devra pas utiliser de dimensions négatives.

Si le dépassement a I'extremité opposée du boitier est différent de Z, il doit étre désigng par Z;
(voir figyure B.1).

NOTE — |JI est recommandé que les valeurs minimale et maximale de Z (Z,) satisfassent a une deg relations
suivantes
z<$S
2
e Z<e
2

e <ng—eetc.
2

5.43

angle(s) de ligne d'axe d'index (a, a,, ag, etc.)

espacement(s) angulaire(s) entre la ligne d'axe radiale d'une configuration d'index et la ligne
d'axe radiale de lI'emplacement exact de la position de la premiere sortie sur le cercle
d'implantation des sorties.

a, sera utilisé pour I'espacement angulaire correspondant a la position de la premiere sortie
sur le cercle ayant le plus grand diametre.
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5.36

guantity of terminal positions (n)

total quantity of potential terminal positions in accordance with the specified terminal position
designation system. The actual quantity of terminals present may be less than (n).

5.37
allowable quantity of missing terminals (n;)
maximum quantity of terminal positions which can be unoccupied.

5.38
package mounting hole diameter (Op)
diameter of the hole in the package for mounting.

5.39
termingl emergence height (Q)
distancg from the seating plane to the underside of the terminals where they emerge from the
packagg.

5.40
termingl emergence dimension (Q)
distancg from the top surface of the package to the top surface, ofterminals where theylemerge
from thg package.

5.41
other tgrminal emergence dimensions (Q,, Qj, etcy)
dimensipns of other terminal features.

5.42
packagg overhang(s) (Z, Z4, Z,, etc.)
distancg from the end terminal true positionto the extremity of the package.

In the cpse where the terminals extend-beyond the package, Z, Z; shall be specified ps zero.
Negative dimensions shall not be used.

The ovgrhang at the opposite endof the package, if different from Z, shall be designat¢d as Z;
(see figlire B.1).
NOTE - If is recommended thatthie minimum and maximum values of Z (Z,) fulfil one of the following relafions:
e
2

N
IN

<Z<e

N | ®

e <ng—eetc.
2

5.43
index datum angle(s) (a, a,, ag, etc.)

angular spacing between the index feature (datum) and the first terminal true position on a
terminal circle.

a, should be used for the angular spacing between the index feature and the first terminal
located on the largest diameter circle.
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espacement(s) angulaire(s) des sorties (B, By, Bg. €tc.)
espacement(s) angulaire(s) entre les positions exactes des centres des sorties.

B, sera

5.45

utilisé pour le cercle ayant le plus grand diametre.

angle(s) d'embase (y, y;, ¥», etc.)
autres angles de configuration relatifs a I'embase.

5.46

5.47
angle(s
autres g

6 Pré

Les con

7 Cotd

Les con

Les pripcipes donnés dans I''SO 1101 sont également applicables. Les limites a

normale
['annexe

8 Con
d'ar

Les con

endiculaire au plan de siége.

de bofitier (6, 6,, etc.)
ngles de configuration relatifs au boitier.

sentation des dessins

ditions stipulées en 1.1 de la CEl 60191-1 sont applicables.

ition et tolérances

ment pour les dimensions données* a l'article 5 sont données dans le tab
A.

version d'inches en millimétres ou réciproquement, et régles
ondissage

ditions stipulées €n 1.3 de la CEI 60191-1 sont applicables.

9 Dé]:nition des familles

(A titre

‘information; voir aussi l'article 3.)

9.1 FTmiIIe de forme 1

ditions stipulées en 1.2 de la CEl 60191-1 sont applicables, a I'exception de 1.2

9.

indiquer
leau de

A l'étude.

9.2 Famille de forme 2

A l'étude.

9.3 Famille de forme 3

La famille de forme 3 est définie par la liste suivante de dimensions fixes (des exemples sont

donnés

dans les figures B.10 a B.12).
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5.44
terminal spacing, angular (8, B, Bg., etc.)
angular spacing between true positions of terminal centres.

B, refers to the largest diameter circle

5.45

angle(s) base (y, y;, ¥, etc.)
other angular features associated with the base.

5.46
Termin g-spreat—argtHar—6)
Angle between the terminal and a line perpendicular to the seating plane.

5.47
angle(s), package (6, 6,, etc.)
other argular features associated with the package.

6 Drdwing layout

The regpirements of 1.1 of IEC 60191-1 are applicable.

7 Dinpensioning and tolerances
The reqglirements of 1.2 of IEC 60191-1 are applicable, except for 1.2.9.

The pripciples given in ISO 1101, are alsovapplicable. The limits which should normally be
given for the dimensions listed in clause 5.above are contained in the table of annex A.

8 Intger-conversion of inch apnd-millimetre dimensions,
and rules for rounding-off

The reqlirements of 1.3 ofSfEC 60191-1 are applicable.

9 Deflinition of families
(For infgrmation only; see also clause 3.)

9.1 FTmily of form 1

Under consideration.

9.2 Family of form 2

Under consideration.

9.3 Family of form 3

The family of form 3 is defined by the following list of fixed dimensions (examples are shown in
figures B.10 to B.12).
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Diametre du cercle d'implantation des sorties Oa nom.”
Diamétre d'une sortie O0by min.

E Ob, max.
Diametre du boitier 0D max.

9.4 Famille de forme 4

La famille de forme 4 est définie par la liste suivante de dimensions fixes (des exemples sont
donnés dans les figures B.13 a B.18):

Hauteur a partir du siége A max.
Largeur|d'une sortie db min.
Eb max.
Epaisselur d'une sortie Ec min.
[ ¢ max.
Espaceinent linéaire des sorties e nom.*
Largeur|de la zone du boitier Gg max,
et/ou
Longuelir de la zone du bottier Gp-max.
LongueIr d'une sortie Lp min., Lg min.
Largeur|hors tout OHg min.
EHE max.
et/ou
Longuelir hors tout OHp min.
EHD max.

10 Exeémples de dessins

Voir annexe B.

11 Directives pour lechoix des dimensions des encombrements
de|circuits intégrés

11.1 Cjrcuits intégrés de la famille de forme G

Voir I'annexe D.

11.2 Bofitiers de forme G congus pour une manipulation automatique

Voir l'annexe E.

12 Directives pour la disposition des encombrements de circuits intégrés
dans les supports de manipulation

Les dispositifs fournis dans des supports de manipulation seront disposés avec la sortie n° 1
placée du c6té de la rainure d'orientation:

* Signifie position géométrique exacte.
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Terminal pitch circle diameter Oa nom.”
Terminal diameter d0Oby min.
Hob
0 Ub, max.
Package diameter 0D max.

9.4 Family of form 4

The family of form 4 is defined by the following list of fixed dimensions (examples are shown in
figures B.13 to B.18):

Seated height A max.
Terminghwidth Hbrin-
Eb max
Termingl thickness dc min.
5 ¢ max
Termingl spacing linear e nom.*
Packagé¢ width zone Gg max.
and/or
Packag¢ length zone Gp mak
Termingl length Lo min., Lg min.
Overall width O\Hg min.
E’HE max.
and/or
Overall Jength OHp min.
EHD max.

10 Ex@amples of drawings

See anrjex B.

11 Desgign procedure for.dimensions of integrated circuit packages

11.1 Inftegrated circuit/packages of form G family

See anrnex D.

11.2 Ppackages of form G intended for automated handling

See annex E:

12 Rules for mounting integrated circuit packages into carriers

Devices, when supplied in carriers, will be mounted with terminal No. 1 position at the side with
the polarizing slot:

Means true geometrical position.
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encoches de repérage (voir figure 5);

de repérage (voir figure 6).

Encoches de repérage

e N

Rainure d'orientation

)

)

g
et

Py

(

}

Sortie N° 1

Face supérieure du dispositif

O

NOTE - les dimensions de ce support dépendent des boftierssenfichables correspondants, mais sa forn

n'est pas jmposée.

Figure|5 — Exemple de support de manipulatienpour boftiers enfichables montrant la m
recojnmandée pour identifier la sortie n° 4£-a'l'aide d'une rainure et d'encoches de rep4§

=

Encocheg-de'repérage

< N

Rainure d'orientation

e I e e [ s P
A T\

[

Sortie N° 1

Face supérieure du dispositif

O

7

=

Encoche de repérage
IEC 744/98
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pour les besoins enfichables, la sortie n° 1 sera a I'extrémité du support comportant deux

pour les boitiers plats, la sortie n° 1 sera a lI'extrémité du support comportant une encoche

o
Encoche de repérage
IEC 743/98
e précise
bthode
rage

NOTE — Les dimensions de ce support dépendent des boitiers plats correspondants, mais sa forme précise n'est

pas imposée.

Figure 6 — Exemple de support de manipulation pour boftiers plats montrant la méthode
recommandée pour identifier la sortie n® 1 a l'aide d'une rainure et d'encoches de repérage
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— for dual-in-line packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which has two
polarizing cut-outs (see figure 5);

— for flat packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which has one polarizing
cut-out (see figure 6).

Polarizing cut-outs

/ \ Polarizing slot

~ e \T |

N

}

Terminal No. 1

Top surface of device

O O ()
\\

NOTE - pimensions of this carrier are dependent on the corresponding dual-in-line packages, but its predise shape
is not mandatory.

Polarizing eut-out
IEC 743/98

Figufe 5 — Example of carrier for dual-in-line packages showing the recommended method
for locating terminal No. 1 byneans of polarizing slot and cut-outs

Polarizing cut-outs

4

Terminal No. 1

Top surface of device
°_o Llé

Polarizing cut-out

IEC 744/98

NOTE — Dimensions of this carrier are dependent on the corresponding flat packages, but its precise shape is not
mandatory.

Figure 6 — Example of carrier for flat packages showing the recommended method
for locating terminal No. 1 by means of polarizing slot and cut-outs
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13 Pliage des sorties des boitiers QUIL

1) Comme cela est spécifié en 4.4, la position de la sortie n° 1 doit étre la premiére position
en partant du moyen d'identification dans le sens antihoraire, en regardant la face
supérieure du dispositif.

2) Le pliage de la sortie n° 1 doit étre fait de fagon que I'extrémité libre de cette sortie soit sur
la rangée d'extrémités de sortie d'espacement axial e, c'est-a-dire la rangée la plus proche
de la face du bofitier dont les sorties émergent.

NOTE - La regle 2 s'applique sans dérogation aux boitiers QUIL a sorties en quinconce asymétriques (voir
figure 7).

Pour les poitiers QUIL a sorties en quinconce symétriques, la régle constitue une recommandation de |caractere
préférentiel & suivre lorsqu'un nouveau boitier est congu (voir figures 8 et 9).
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13 Bending of terminals of QUIL packages

1) As specified in 4.4, the position of terminal No. 1 shall be the first position anti-clockwise
from the means of identification, the device being viewed from the top.

2) Bending of terminal No. 1 shall be made so that the free end of this terminal will be on the
row of terminal ends, the axial spacing of which is e, in other words the row nearest to the
package side from which terminals exit.

NOTE - Rule 2 should apply without restriction to asymmetrically staggered QUIL packages (see figure 7).

For symmetrically staggered QUIL packages, it is a preferential recommendation to be followed when a new
package is designed (see figures 8 and 9).
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BOITIERS QUIL A SORTIES EN QUINCONCE ASYMETRIQUES
(Exemple de dessin)

Ho [l ol

n n—1 n=2

NN

e

Vue de dessus IEC 745/98

[ —

Figure 7 — Version normalisée

BOITIERS QUIL A SORTIES EN QUINCONCE SYMETRIQUES
(Exemples de dessin)

(—WDE o

8, e,

J_I_II_ILJ UU

Vue de dessus IEC 746/98

Figure 8 — Version recommandée

Vue de dessus IEC 747/98

Figure 9 — Version permise
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ASYMMETRICALLY STAGGERED QUIL PACKAGE

(Drawing example)

ol ol

n n—1 n-=2

e, e, 7
Z
A2 s ] )
| | I I_I L U LI
Top view [EC 745/98
Figure 7 — Standardized version
SYMMETRICALLY STAGGERED QUIL RACKAGES
(Drawing examples)
n n—1 n—2
e, e,
2 1 2 3
Top view IEC 746/99
Figure 8 — Preferred version
A [ ] [ ] N
[] []
n n—1 n—2
e, e,
2 1 2 3
T IEC 747/98

Top view

Figure 9 — Permitted version
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14 Boitiers matriciels

Voir annexe F.

15 Regles pour l'orientation des boftiers de circuits intégrés dans les supports
de manutention et de livraison tels que réglettes et rails

Voir annexe G.
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14 Pin grid arrays

See annex F.

15 Rule for orientation of integrated circuit packages in handling and shipping
carriers such as stick magazines and rails

See annex G.
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(normative)
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Limites applicables aux dimensions des encombrements
de boitiers de circuits intégrés

Chaque fois que ce sera approprié au dessin a préparer, les dimensions mentionnées dans le
tableau suivant devront étre données avec les symboles littéraux de référence associés.

NOTE — La lettre X dans les colonnes «Forme» signifie que la dimension considérée peut étre spécifiée sur un

dessin cldssé dans cette forme.
Les cing formes sont celles de l'article 3. Etant donné la diversité envisageable,(n'a|pas été
inclus dg valeurs pour la forme 5.
Symbole Dimension Axiale Périph. |Spéciale Limifes
littéral fle
référenge Forme 1({Forme 2(Forme 3|Forme 4| Fortme 5| min. nom. [ max.
A Hauteur & partir du siege X X X X - - max.
Aq Hauteur d'espacement X X X X min. - -
A, Hauteur du boitier X X X X min. 1 - max.
Oa, Daa, Diametre du cercle - - X - - nonj.* -
Oag d'implantation des sorties
B3 Grande dimension X X X X min. - max.
d'une butée
By, 3 Petite dimension X X X X min. - max.
d'une butée
oB 3 Diamétre d'une butée X X X X min. - max.
b3 Largeur d'une sortie X X - X min. - max.
by, by, b3[® |Autre(s) largeur(s) X - X - - max.
d'une sortie
Ob, Ob,, Diameétre(s) d'une sgrtie X X X X - - max.
Obg 3
Obg, Ob,[® |Diamétre(s) d'une sortie X X X X min. - max.
c?d Epaisseurdiune sortie X X - X min. - max.
D Longueur du boitier X X 2) - X 2) - - max.
D4, D, Autre(s) longueur(s) X X - X min. - max. 2)
du botitier
oD Drametreduboitier = = X X = = max.
0D,, OD, Autre(s) diameétre(s) - - X X min. 1) - max. 2)
du bottier
d, dq, d,, ds, |Espacement(s) linéaire(s) X X X X - nom. * -
dg des butées
E Largeur du boitier X X 2) - X 2) - - max.
E., Es Autre(s) largeur(s) X X - X min. - max. 2)
du boitier
e, e1, e,, e,, |Espacement linéaire X X X4 X - nom. * -
eg des sorties

Pour I'explication des notes, voir la fin du tableau.
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Annex A
(normative)

Limits applicable for the dimensions
of integrated circuit package outlines

Where appropriate to the particular drawing being prepared, the dimensions listed in the

following table should be given with the associated reference letter symbols.

NOTE — The letter X in the "Form" columns means that the considered dimension may be specified on j drawing
classified|in this form.
The fivg forms are those of clause 3. Due to the varieties which can be expected, n¢ values
have been included for form 5.
Referenge Dimension Axial Periph. | Spe&cial Limifts
letter

symbal Form 1 [ Form 2 | Form 3 | Form 4( Eorm 5 | min. nonp. | max.
A Seated height X X X X - - max.
Aq Stand-off height X min. - -
A, Package height X min. - max.
Oa, Oaa, Terminal circle diameter - - X - - nom{.* -
Oag
B3 Stand-off major direction X X X min. - max.
B, 3 Stand-off minor direction X X X min. - max.
oB 3 Stand-off diameter X X X min. - max.
b3 Terminal width X X - X min. - max.
by, by, b3 |Other terminal width(s) X X - X - - max.
Ob, Ob,, Terminal diameter(s) X X X X - - max.
Obg 3
Obg, Ob,[® |Terminal diamegex(s) X X min. - max.
c?d Terminal thickness X - min. - max.
D Package)length X X 2) - X 2) - - max.
D4, D, Other_package length(s) X X - X min. - max. 2)
oD Package diameter - - X X - - max.
0b,, OD Other package diameter(s) - - X X min. 1) — max. 2)
d, d;, d,, dp, |Stand-off spacing, linear X X X X - nom. * -
dg
E Package width X X 2) - X 2) - - max.
E., Es Other package width(s) - min. - max. 2)
e, e1, e,, e,, |Terminal spacing, linear X X X4 X - nom. * -

€p

For the explanation of notes, see end of table.
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Symbole Dimension Axiale Périph. |Spéciale Limites
littéral de
référence Forme 1({Forme 2(Forme 3|Forme 4| Forme 5| min. nom. | max.
F Hauteur de la zone X - X - min. - max.
du rebord
Fi Hauteur ou épaisseur X - X - min. V) - max.
du rebord
Gp Longueur de la zone - - - X - - max.
de boftier
Gg Largeur de la zone - - - X - - max.
=i PN
oG Diamétre de la zone - - - X - = max.
du boftier
Hp Longueur hors tout - - - X min, - max.
Hg Largeur hors tout - - - X fmin. - max.
OH Diamétre hors tout - - - X min. - max.
h Hauteur ou profondeur X X X X min. 1 - max. 2)
d'index
i Largeur d'index X X X X min. 1) - max. 2)
k Longueur d'index X X X X min. 1 - max. 2)
L, Ly ® Longueur(s) d'une sortie X X X - min. - max. 2)
L, 9 Longueur d'une sortie X X X - - - max.
Ly, LD Longueur(s) d'une sortie X X X - min. 1 - max. 2)
Lp, Lg ® Longueur(s) de sortie - - X min. - -
Lg Longueur de la zone X X X X - - max.
de calibrage
Mp Longueur de montage - X - - — - max.
Mg Largeur de montage = X - - — - max.
n Nombre de positions X X X X - nom. -
de sorties
ng Nombre autorisé de sorties X X X X - - max.
mangquantes
Op Diamétre du trou_te X X X X min. 6) fnom| © [ max. 6)
montage d'un_boitier
Q Hauteur d'émergence - X - X min. - max.
des sortiés
Q1 Distance au sommet - X - X min. 1) - max. 2)
d'émergence des sorties
Q,, Qs Autres dimensions - X - X min. 1) - max. 2)
d'émergence des sorties
Z,2,,2Z, Depassementi(s) du boiter X X = X = = max. 7)
a, a, g Angle(s) de ligne d'axe - - X - - nom. * -
d'index
B, Ba, Bs Espacement(s) angulaire(s) - - X X - nom. * -
des sorties
Y, Vi, Vo Angle(s) d'embase - - X X min. 1 - max. 2)
0 Angle d'écartement - X - - min. - max.
d'une sortie
0., 6, Angle(s) de boitier X X X X min. 1 - max. 2)

Pour I'explication des notes, voir la fin du tableau.
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Reference Dimension Axial Periph. | Special Limits
letter
symbol Form 1 [ Form 2 | Form 3 | Form 4 | Form 5 | min. nom. | max.

F Flange zone height X - X - min. - max.

Fy Flange height X - X - min. ¥ - max.

Gp Package length zone - - - X - - max.

Gg Package width zone - - - X - - max.

oG Package diameter zone - - - X - - max.

Hp Overall length - - - X min. - max.

He Overall width - - - X min. - max.

OH Overall diameter - - X min. - max.

h Index height or depth X X X X min. 1) - max. 2)

i Index width X X X X min. D - max. 2)

k Index length X X X X min7 1) - max. 2)

L, Ly® Terminal length(s) X X X - min. - max. 2)

L, 9 Terminal length X X X - - - max.

Ly, Lg® Terminal length(s) X X X - min. - max. 2)

Lp, Lg ® Terminal length(s) - - X min. - -

Lg Length of gauging zone X X X X - - max.

Mp Mounted length - X - - - - max.

Mg Mounted width - X £ - - - max.

n Quantity of terminal X X X X - non -
positions

ng Allowable quantity of X X X X - - max.
missing terminals

Op Package mounting hole X X X X min. 8 [nom]®) | max. ©)
diameter

Q Terminal emergence height c X - X min. - max.

Q. Terminal emergence - X - X min. - max. 2)
dimension

Q,, Qs Other terminal emergence - X - X min. - max. 2)
dimension(s)

Z, 24, Z, Package overhang(s) X X - X - - max. 7)

a, a, g Index datum angle(s) - - X - - nomj * -

B, Ba, Bs Terminal Spacing, angular - - X - nom| * -

Y, Vi, Vo Angular features - - X min. 1) - max. 2)
associated with the base

2] Terminal spread, angular - X - - min. - max.

01, 6, Anqular features asso- X X X X min. 1 - max. 2)
ciated with the package

For the explanation of notes, see end of table.
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1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

S'il y a lieu, la cote minimale pourra étre supprimée.
S'il y a lieu, la cote maximale pourra étre supprimée.

Pour distinguer dans un méme dessin le petit axe ou le grand axe ou le diamétre des sections de différentes
butées, ou bien la largeur ou I'épaisseur ou le diamétre de différentes sorties, les signes (') prime, (") seconde,
etc., seront employés avec les lettres de référence B, By, OB, b, by, by, bs, Ob, Oby, Ob,, Obs etc.

Uniquement pour les positions de sortie rectilignes.
Pour des sorties de longueurs différentes, les symboles littéraux L, ly, Iy, Ly, etc. pourront étre employés.

Les trous ayant un diametre nominal supérieur a 4 mm (0,157 in), seront de préférence cotés par référence aux
dimensions du boulon; en outre, les valeurs minimale et maximale du diamétre du trou peuvent étre données si
on le [0&siTe. PoUr 1€5 rous ayant un diametre nominal égal ou Inferieur a 4 mm (0,157 1n), 165 dimensions
minimple et maximale seront requises.

&

Information sur Z par rapport a % (par exemple: Z < 5 % <Z<e).

* Positiof) géométrique exacte comme défini dans I''SO 1101.
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1) Minimum dimension may be omitted, where appropriate.
2) Maximum dimension may be omitted, where appropriate.

3) To distinguish in the same drawing between major or minor dimensions or diameters of different stand-off, or
between widths, thicknesses or diameters of different terminals, the signs (') prime, (") second, etc., may be
used with reference letter symbols B, B, OB, b, by, b,, by, Ob, Oby, Ob,, Obsz and c.

4) For rectilinear terminal positions only.

5) For terminals of different lengths, the letter symbols L,, |, I, L, etc. may be used.

v
6) For holes with nominal diameters greater than 4 mm (0,157 in), the hole shall preferably be dimensioned by
reference to a bolt size; in addition, minimum and maximum dimensions of the hole diameter may be given if
desired. For holes with a nominal diameter equal to or less than 4 mm (0,157 in) minimum and maximum

dimenfsions are required.

&

7) Infornjation on Z as regards % (e.g.Z< S % <Z<e).

* True gpometrical position as defined in ISO 1101.
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Annexe B
(informative)

Exemples de dessins montrant la classification des boiftiers,
['utilisation des symboles littéraux de référence,
la numérotation des sorties et l'aire d'index

NOTE 1 — Les dimensions indiquées entre parenthéses peuvent étre omises, s'il y a lieu.

NOTE 2 — Dans le dessin spécifié, la lettre x dans le symbole sera remplacée par la valeur de tolérance appropriée.

Slox @

NOTE 3 - L'aire d'index est représentée sur les dessins par une zone hachurée.
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Annex B
(informative)

Example drawings showing cross-referencing of packages, utilization
of reference letter symbols, terminal identification and index area

NOTE 1 — Dimensions shown between parentheses may be omitted where appropriate.

NOTE 2 — In the specified drawing, the letter x in the symbol will be replaced by the appropriate tolerance value.

Slox @

NOTE 3 { The index area is shown on the drawings as a hatched zone.
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FORM 1 (continued)
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FORM 1 (continued)
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FORME 2

Plan de base

Plan de siége ‘
A, Q,
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Vues de coté

Vue de dessous IEC  754/98
NOTE - lla dimension e; se rapporte a la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan de
siege lorqdque les sorties sont insérées perpendiculairement au plan de sieége et que leurs axes coincidenf avec les
axes des frous de montage.

Figure B.7

Figure B-A

NOTE - La figure B.7 présente le symbole de tolérance de position pour les plans de symétrie des sorties ayant un
angle d'écartement (6 # 0).

Une représentation graphique des zones de tolérance de position pour les plans de symétrie des sorties, suivant
I''SO 1101-1 est donnée par la figure B-A dans laquelle

Lg est la longueur de la zone de calibrage pour le controle des tolérances de position pour les plans de symétrie
des sorties;

TP est la position géométrique exacte.
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NOTE - Ppimension e refers to the true geometrical position of the terminal axes at seating plane levellwhen the
terminals|are installed perpendicular to the Seating plane and their axes coincide with the axes of the|mounting
holes.

Figure B.7

Figure B-A

NOTE - Figure B.7 shows the symbol of positional tolerances for the planes of terminal symmetry having an
angular terminal spread (8 # 0).

A graphical representation of positional tolerance zones for the planes of terminal symmetry according to 1ISO 1101-1,
is given in figure B-A, where

Lg is the length of the gauging zone for controlling the positional tolerances for the planes of terminal symmetry;
TP is the true geometrical position.
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Figure B-B

NOTE - La figure B.7a présente le symbole de tolérance de position pour les axes de sorties n'ayant pas d'angle
d'écartement (6 = 0) a l'intérieur de la zone cylindrique.

Une représentation graphique des zones de tolérance de position pour les axes de sorties, suivant I'lSO 1101-1, est
donnée par la figure B-B dans laquelle

Lg est la longueur de la zone de calibrage pour le contréle des tolérances de position des axes des sorties.
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FORM 2 (continued)
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NOTE — Figure B.7a shows the symbol of positional tolerances for the terminal axes having no angular terminal
spread (6 = 0) within the cylindrical zone.

A graphical representation of positional tolerance zones for the terminal axes according to 1ISO 1101-1, is given in
figure B-B, where

L is the length of the gauging zone for controlling the positional tolerances of terminal axes.
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FORM 2 (continued)
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FORM 3 (continued)
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Annexe C
(normative)

Identification et numérotation des sorties des dispositifs avec sorties
disposées sur trois rangées ou plus dans chaque direction orthogonale
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Figure C.1
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Annex C
(normative)

Terminal identification and numbering of terminals of devices with
terminals disposed in three or more rows in each orthogonal direction
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Annexe D
(normative)

Dimensions recommandées pour les boitiers de circuits intégrés

de la famille de forme G

Réf. | Limites a respecter Valeurs recommandées pour les dimensions Notes
min. | nom. | max. mm
A - - X A max. = soit 5,1 ou 5,84 1,2
Aq X - - A; min. = soit 0,38 ou 0,51 1,2
b X - X 1,3
min. = 0,35 0,35 0,43
by 8 - X | max.= (0,51) (0,59) (0,64) 4.5
soit ou ou
c X _ x | min. = 0,10 0,20 0,23 5
max. = 0,16 0,36 0,51
I;‘ - X* - e nom. = 2,54 4
E_‘ - X* - e, nom. = soit 7,62 ou 10,16 ou 12,70 ou’15,24 ou 17,78 ou 22,86 4,6
min. = (2,54 2,9 3,2 4,5 35
L K - X | max. = soit (3,00) ou (3,4) ou (3,9) ou (5,0) ou (5,0) L7
Mg — - X Mg max. = soit 8,5 ou 11,1 ou 18,6 ou 16,1 ou 18,7 ou 23,8 8
. e
z - - X Zmax.:smtOoquue
6 - X X 6 = soit nom. 0° ou max. 15°
NOTE 1|- La position du plan de siege est déterminée lorsque les sorties sont insérées en butée dans des trous
d'un digmetre de 0,60 mm + 0,05 mm ou 0,80 mm * 0,05 mm ou 1,00 mm * 0,05 mm selon la combinaison
spécifié¢ de b et c, dans_l'ordre_progréssif des valeurs, les centres de ces trous étant disposés akialement
suivant la grille de moduIeIE' / .
NOTE 2|- Toutes les combinaisons des valeurs de A max. et A; min. sont permises.
NOTE 3|- La forme du pliage~des sorties et leurs contours dans la limite de Mg et au-dessus du plan de| siege ne
sont pag imposés, mais il cohvient qu'un espacement approprié existe pour que les conducteurs sur la sprface de
montagg puissent passer entre les sorties.
NOTE 4|- Le princip€)du maximum de matiére (voir ISO 2692) s'applique a la tolérance de position des dorties.
NOTE 5|- Trois combinaisons seulement de b, et ¢, comme indiqué dans le tableau, sont permises.
NOTE 6[- La(dimension e, est donnée pour des raisons de montage et correspond a un angle 6 de valeyr nulle.
NOTE 7 = Seules trois plages de valeurs sont permises pour la dimension L lorsqu'on spécifie dgs sorties

découpées en pointe pour les besoins de I'insertion automatique:
a) 2,54 mm a 3,00 mm,;

b) 2,9 m
c)3,2m

m a 3,4 mm;
m a 3,9 mm.

La plage 2,9 mm a 3,4 mm est préférentielle.

NOTE 8 — Distance hors tout du plus grand écartement des sorties lorsqu'elles sont insérées en butée comme

spécifié

a la note 1.

* Signifie

position géométrique exacte.
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Annex D
(normative)

Recommended dimensions of integrated circuit packages
of form G family

Ref. Limits to be Recommended values for the dimensions Notes
observed
min. | nom. | max. mm
A - - X A max. = either 5,1 or 5,84 1,2
Aq X - - A; min. = either 0,38 or 0,51 1,2
b X - X 1,3
min. = 0,35 0,35 0,43
by 8 - X | max.= (0,51) (0,59) (0,64) 4.5
any one of or or
c b _ X min. = 0,10 0,20 0,23 5
max. = 0,16 0,36 0,51
|;_| — X* - e nom. = 2,54 4
|EL| - X* - e; nom. = any one of 7,62 or 10,16 or 12,70 or 15,24 or 17,78 or 22,86 4,6
min. =
L X - X max. = any one of(ggg) or(g,’g) or(g:S) or(g:g) or(gzg) 1,7
Mg — - X Mg max. = any one of 8,5 or 11,1'0r 13,6 or 16,1 or 18,7 or 23,8 8
z = - X Zmax.=anyoneof00r%ore
0 — X X 6 = either nom. 0° or max. 15°
NOTE 1|- The position of the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted info holes
of diamgter 0,60 mm + 0,05 mm or 0,80 mmy#\.0,05 mm or 1,00 mm * 0,05 mm depending on the specifigd
combination of by and c, in progressive order of values, the centres of these holes being located on a grifl with
/ |e4] as modulus.
NOTE 2|- Any combination of A max."and A; min. values is allowed.
NOTE 3 - The terminal bending*form and the terminal contour inside M and above the seating plane are
optional| but adequate clearance should be made so that conductors on the mounting area can pass befween the
terminalp.
NOTE 4|- The maximumimaterial condition (see ISO 2692) applies to the positional tolerance of the ternfinals.
NOTE 5|- Only thé three combinations of b; and c, as shown in the table, are permitted.
NOTE 6[- Diprension e, is given for mounting purposes and corresponds to the zero value for angle 6.
NOTE 7 <\Only the following three ranges of values are permitted for dimension L when pointed [leads for
automated-trsertion-are-speciied:

a) 2,54 mm to 3,00 mm;

b) 2,9 mm to 3,4 mm;

c) 3,2 mm to 3,9 mm.

The range 2,9 mm to 3,4 mm is preferred.

NOTE 8 — Overall distance between outer faces of terminals when they are fully inserted as specified in note 1.

* Means true geometrical position.
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Annexe E
(normative)

Regles générales pour la préparation des dessins de boitiers de forme G
congus pour une manipulation automatique

D b
M 1 1 ! I! Vue agrandie
2 :f 174 Note 10 d’un conducteur
% 7 b1
[ Y J AR /.
H b2
n-1 n
L1 L1 Ll Me
Note 9 &
pd e
1, o
A | A Note 2
| | | 1 [_- ‘ Note 1
AY | Iy __f ___________
L
| | |
b1 AR
T M eh®]
| [e] |2
F
IEC 770/98
Figure E.1
Tableau E.1 — Groupe 1 —+Dimensions appropriées pour le montage
et'l'interchangeabilité
RéEf. Limites a observer Notes
min nom. max.
A - - X
A, X - - 1,1
b, X - X 3
c X - X
€] x - ‘
L X - X 5
Mg - - X 6
z - - X 7
(2] X - X 8
- X 9

NOTE 1 — Plan de siege: le plan de siége est déterminé lorsque les sorties du dispositif sont insérées en butée
dans des trous de diameétre 0,80 mm = 0,05 mm (0,0315" + 0,0020") disposés axialement suivant la grille de

module E / )

NOTE 2 - Plan de base.

NOTE 3 — Le principe du maximum de matiere (voir ISO 2692) s'applique a la tolérance de position des sorties,
sur toute la longueur L.
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Annex E
(normative)

General rules for the preparation of outline drawings of packages
of form G intended for automated handling

D b
m rinrm .|
) 2 é?y> Note 10 Enflar?ed\'/ie\;v ,
e of a termina 1
N I —
I} b2
n-1 n
L) L L Me
Note 9 E
Z pd
/ Al Q
A A Note 2
| | H [_- ‘ Note 1
i AY | I____f ___________
: | | |b
el @ |
| [e] | IZ F

Figure E.1

IEC 7f0/98

Table E.1 — Group 1 — Dimensions,appropriate to mounting and interchangeability

Reference Limits to be observed Notes
min. nom. max.

A - - X
Ay X - - 1,2
b, X - X 3

c X - X
[e] X - 4
E - X* - 4
L X - X 5
Mg - - X 6
Zz - - X 7
6 X - X 8
- X 9

NOTE 1 — Seating plane: the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted into holes
of diameter 0,80 mm + 0,05 mm (0,0315" + 0,0020") the centre of which is located on a grid with El/ as

modulus.
NOTE 2 — Base plane.

NOTE 3 — The maximum material condition (see ISO 2692) applies to the positional tolerance of the terminals, all
along L length.
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NOTE 4 — Cette dimension correspond a la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan
de siége lorsque les sorties sont insérées en butée comme spécifié dans la note 1.

NOTE 5 — Les valeurs minimales et maximales sont des valeurs extrémes qui permettent de regrouper, sous le
méme numéro de code, divers types de boitiers identiques en ce qui concerne les autres dimensions spécifiées.
Suivant I'utilisation envisagée du boitier, il est recommandé de choisir L dans les plages suivantes en millimétres:
2,5443,000u29a3,40u3,2a3,9.

NOTE 6 — Distance des sorties aprées montage.
Définie comme «largeur de montage» en 5.35.
Voir les valeurs recommandées a l'article 12, chapitre 0 de la CEIl 60191-2.

NOTE 7 — Le dépassement doit étre inférieur au demi-pas (ou au pas éventuellement).

NOTE 8 — L'angle 8 n'est valable que pour certains modes de rattachement des sorties au corps du boitier.
Le |an = AfAran S artiy Aol sl yal taaciirA ot l Blan-d 12N

p pe-référence—apartirduguelangle-d-estmesuréestieplan-de-base- - —
Des valg¢urs de 5° a 15° sont recommandées pour I'angle 6; toutefois, il est permis d'utiliser des valep de 0°
15°.

Q-

NOTE 9|- n correspond au nombre total de positions des sorties.

NOTE 1P - L'aire d'index identifie la sortie n° 1.

* Signifie jposition géométrique exacte.

Tableau E.2 —Groupe 2 — Dimensions appropriées poun le montage
et le contrdle par calibre

Référence Limites a observer Note
min. nom. max.
My X - X 1
Q1 X - X -

NOTE 1 — Distance d'insertion des sorties.

Définie comme la distance séparant-les extrémités extérieures des
sorties quand elles sont comprimées entre les machoires de I'outil
d'insertion.

(Voir justification et contrdle paf calibre a la fin des notes.)

Tableau E.3*— Groupe 3 — Dimensions appropriées
pour la manipulation automatique

Référence Limites a observer Note
min. nom. max.
A, X - X
b X - X
b, - - X 1
D X - X
E X = X
Q X - X
NOTE 1 - b, max. = 1/2 b; max.

Tableau E.4 — Groupe 4 — Dimensions pour information seulement

néant
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NOTE 4 — This dimension refers to the true geometrical position of the terminal axis at seating plane level, when
terminals are fully inserted as specified in note 1.

NOTE 5 — Min. and max. values are limiting values which enable regrouping under the same code number of
various types of packages which are identical in other specified dimensions.

According to the intended use of the package, it is recommended to choose L inside the following ranges given in
mm: 2,54 to 3,00 or 2,9 to 3,4 or 3,2 to 3,9.

NOTE 6 — Terminal installed distance.
Defined as "mounted width" in 5.35.
See recommended values in clause 12, chapter 0 of IEC 60191-2.

NOTE 7 — The overhang shall be less than half a pitch (or one pitch as the case may be).

NOTE 8|- Angle 6 is valid only for certain modes of attachment of the terminals to the case body.
The refdrence plane from which angle 6 is measured is the base plane.
Values from 5° to 15° are preferred for angle 8; however, 0° to 15° is allowed.

NOTE 9|- n refers to the total number of terminal positions.

NOTE 1P - Index area indicates terminal No. 1.

* Means true geometrical position.

Table E.2 — Group 2 — Dimensions appropriate to mounting and gauging

Reference Limits to be observed Note
min. nom. max.
My X - X 1
Q1 X - X -

NOTE 1 — Terminal insertion distance.

Defined as the distance betwegn the enter edges of the tips of the

terminals when they are compressed by the insertion tool jaws.
(See justification and gauging at the end of the notes.)

Table E.3 — Group 3.+ Dimensions appropriate to automated handling

Reference Limits to be observed Note
min nom. Max.
A, X - X
b X - X
b, - - X 1
D X - X
E X — X
Q X - X
NOTE 1 — b, max. = 1/2 b, max.

Table E.4 — Group 4 — Dimensions for information only

none
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ation de la dimension M

Quand une machine automatique doit insérer toutes les sorties d'un DIL dans les trous
correspondants du circuit imprimé, les extrémités de ces sorties doivent évidemment se
trouver en regard des trous.

Dans la direction de la longueur (dimension D), la tolérance de position de la sortie en largeur
est concernée (également l'utilisation d'une extrémité pointue).

Mais dans l'autre direction (dimension E), rien ne peut étre vérifié sur le boitier tel qu'il se
présente, avec les rangées de sorties faisant un angle 6 entre elles.

Grace §

I'«effet ressort», les deux rangées peuvent étre comprimées (par les maeh

I'outil d'insertion) jusqu'a une distance correcte. M, est cette distance.

Toutefo
telle qu!
verifié p
Utilisat

Un exern

Ce calif
dans leq

My max.

Quand
fond dJ
microsc
et qu'il

Les poit
la zone

My min

Lorsque
peut étr

s, cela ne peut étre obtenu que si la forme du cambrage des rangées de so
aprés compression, les extremités des sorties restent a la distance)M,,. Ceci ¢
ar exemple a l'aide d'un calibre.

on d'un calibre

hple de calibre est représenté aux figures E.2 a E.4,

re permet de placer les extrémités des sorties{en’position correcte pour leur i
trous appropriés quand les sorties sont inclinées vers I'extérieur.

e boitier est inséré dans le calibre<et que le sommet du corps est en contact
calibre, on vérifie de facon_optique (par exemple a l'aide d'une loupe
ppe) que toutes les extrémitésisont en position correcte pour une insertion autg

'y a pas de sorties inclinées:vers l'intérieur.

cambrée des sorties\(voir figure E.3).

le boitier)est inséré dans le calibre dans les conditions indiquées ci-dessus.
e mesuré par un moyen optique (voir figure E.4).
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ts de contact des sorties avec le calibre, s'ils existent, doivent étre situés en de¢hors de
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